JSKD-4-JJ355-E/0                                              ★保密程度  技术文件

	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司现状评价

【康达卫评（2026）第087号】

技术报告信息公示表
根据《职业卫生技术服务机构管理办法》（国家卫生健康委令第11号）的规定，“职业卫生技术服务机构应当自出具职业卫生技术报告之日起二十个工作日内，在本单位网站上公开技术报告相关信息”，因此特公示以下项目信息：
（一）用人单位名称、地址及联系人

单位名称：华进半导体封装先导技术研发中心有限公司
地址：无锡市新吴区新安街道景贤路2号
联系人：陈工
技术服务项目组人员名单    
姓名
技术职称
专业
分工
项目负责人
倪玲飞
高级工程师
环境科学
报告编写人
钱亚骜
工程师
化学工程
资料收集、编写
叶圆圆
高级工程师
环境工程
编写
李慧山
助理工程师
材料物理
编写
报告审核人

刘  凯
副主任医师
预防医学
报告签发人
张  磊
工程师
应用化学
（三）现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人信息
序号
姓名
岗位
具体时间

倪玲飞
现场调查

2026-03-05
李慧山
现场调查

2026-03-05
赵文涛
现场采样/检测
2026-03-23~25
陈中秋
现场采样/检测
2026-03-23~25
倪玲飞
现场采样/检测

2026-03-19
李慧山
现场采样/检测

2026-03-19
陈工

用人单位陪同人

2026-03-05、03-19、03-23~25

（四）图像资料
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